


MeiG Smart 

SRM810模组
5G NR LGA封装⼩尺⼨全功能模组

驱动&⼯具：
驱动：Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,
Windows 10, Linux, Android

⼯具：图形化升级⼯具�，多系统下⽇志⼯具
USB升级，FOTA升级

基本属性：
封装：LGA 封装
尺⼨：30.0×41.0×2.7mm

重量：<10g
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模组接⼝：
1xUSB 2.0/USB 3.0

1xPCIe Gen2.0

2xUART

1xSDIO 3.0

2xSIM卡接口(1.8 / 3.0V) 

eSIM

天线接⼝：主/分集/MIMO�线，共4�
1xSPI

1xI2C

GPIOs

美格智能技术股份有限公司 电话：0755-83218588��������������������������������������� 传真：0755-83219788

邮箱：ir@meigsmart.com����������� ⽹址：www.meigsmart.com

地址：中国��⼴东��深圳��福⽥区深南⼤道1006号�圳国际创�中�B栋32层

认证信息：
CCC*/SRRC*/CTA*

发射功率：
Class 2 for N41/N78/N79
Class 3 for LTE-FDD
Class 3 for LTE-TDD

模组速率：
5G NR Sub-6GHz:  

- MIMO 4*4, 256QAM
- Downlink up to 2.0Gbps
- Uplink up to 900Mbps

DC-HSPA+: 
- Downlink up to 42.4Mbps
- Uplink up to 5.76Mbps

LTE:
- Downlink up to 400Mbps
- Uplink up to 150Mbps

MEIG SMART TECHNOLOGY CO.,LTD

环境温湿度特性：
正常⼯作温度：-30℃ to 75℃

存储温度：-40℃ to 90℃

湿度：5%~95%

扩展⼯作温度：-40℃ to 85℃
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